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PAJECI A ZiHACIi PECE

UniTemp GmbH

Némecky specialista na tepelné procesy

Némecka spole¢nost UniTemp GmbH se zabyva vyvojem a vyro-
bou rGznych druhl zaftizeni pro tepelné procesy. Jejim klicovym
produktem jsou laboratorni vakuové pece s rychloohfevem a dale
vakuové pajeci pece pro bezdutinkové péjeni bez pouziti tavidel.

Celosvétovy uspéch firmy spociva

ve vice nez 20letych zkusenostech v

oblasti vyvoje a zakazkové vyroby za-

UniTemp

fizeni pro vyvoj a vyzkum. Mezi klicové
zakazniky patfi vyzkumna centra pro
vyvoj elektronickych pfistrojd, univerzi-
ty a podobné.

DATEL A UNITEMP

UniTemp je specialistou na pajeci a zihaci pece
Se spole¢nosti UniTemp spolupracu- pro elektrotechnicky a polovodicovy pramysl.
jeme jiz fadu let, a kromé technického

poradenstvi nabizime dlouhodobou
poprodejni podporu tak, abyste s jejich
produkty byli maximalné spokojeni.
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MALY A KOMPAKTNI

RSS-110-S

Aplikace
Pajeci systém RSS-T10-S je " Pajentbez favidel
velmi kompaktni a snadno
pouzitelny nastroj pro pouziti
v laboratotich a ¢istych pro-
storach jako stolni jednotka.
Komora je vakuové uzaviena
a vybavena prlizorem. To umoznuje kontrolu
procesu pajeni pohledem. Jednotka je stan-
dardné vybavena regulatorem hmotnostniho
pritoku procesniho plynu.

Topna deska je vyhtivana topnymi patronami a ma vyhtivanou plochu o rozmé-

« Proces flip chip
» Procesy lepeni
« Pajeni hrbolkl

« Zapouzdiovani

« Vyvoj prototypd

« Kontrola kvality

rech TI0x110 mm. Je vyrobena z hliniku. Vynikajici rychlost chlazeni je zalozena
na vodou chlazené komore.
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Technické parametry
Specifikace RSS-110-S (véetné moznosti a prislusenstvi)

Maximalni velikost substratu 0 x M0 mm

Maximalni teplota az 400 °C, volitelné az 500 °C

Dlouhodoba teplota 400°C

Rychlost ohfevu (ramp up) az 120 K/min

Rychlost chlazeni (ramp down) az 180 K/min

Zpusob chlazeni substratu vodni chlazeni

Zpusob chlazeni komory vodni chlazeni

Vakuum az 10- hPa, infegrovany tlakovy snimac¢

Pratokomér hmotnostni pritokomeér pro dusik a dalsi inertni plyny
Typy plynt inertni plyny, jiné na dotaz

Ridici jednotka SIMATIC®, 7* dotykovy displej

Programovani cyklt az 50 uzivatelsky programovatelnych cykld, kazdy az 50 krokd
Material topné desky hlinik

Vyska komory 40 mm, volitelné 80 mm

Modul kyseliny mravenci nadoba 40 ml, ru¢né plnénav

Pouziti vodiku na dotaz

USB kamera na dotaz, umisténi v horni ¢asti komory, sledovani procesu
Rozméry 274 x 517 x 215 mm

Hmotnost 14 kg (s konfiguraci -EH 16 kg)

Napajeni 1faze, 230 V, 50/60 Hz nebo 100-115 V nebo 200-208 V
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PRO STREDNE VELKE VZORKY

RSS-160-S

Aplikace

.\sz;gg Pajeci systém RSS-160-S je " Pejent bez tavide!
s'{"{{ velmi kompaktni a snadno
. 1}2&}; pouzitelny nastroj pro pouziti
\\gsT- v laboratofich a gistych pro-
storach jako stolni jednotka.
Komora je vakuové uzaviena
a vybavena prlizorem. To umoznuje kontrolu
procesu pajeni pohledem. Jednotka je stan-
dardné vybavena regulatorem hmotnostniho
pritoku procesniho plynu.
Topna deska je vyhtivana topnymi patronami a ma vyhtivanou plochu o rozmé-
rech 160x160 mm. Je vyrobena z hliniku. Vynikajici rychlost chlazeni je zalozena
na vodou chlazené komore. Vyzaduje vodni chlazeni.

« Proces flip chip
» Procesy lepeni
« Pajeni hrbolkl

« Zapouzdiovani

\
LW

« Vyvoj prototypd

« Kontrola kvality
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Technické parametry
Specifikace RSS-160-S (véetné moznosti a piislusenstvi)

Maximalni velikost substratu 160 x 160 mm

Maximalni teplota az 400 °C, volitelné az 500 °C

Dlouhodoba teplota 400°C

Rychlost ohfevu (ramp up) az 100 K/min

Rychlost chlazeni (ramp down) az 100 K/min

Zpusob chlazeni substratu vodni chlazeni

Zpusob chlazeni komory vodni chlazeni

Vakuum az 10- hPa, infegrovany tlakovy snimac¢

Pratokomér hmotnostni pritokomeér pro dusik a dalsi inertni plyny
Typy plynt inertni plyny, jiné na dotaz

Ridici jednotka SIMATIC®, 7* dotykovy displej

Programovani cyklt az 50 uzivatelsky programovatelnych cykld, kazdy az 50 krokd
Material topné desky hlinik

Vyska komory 40 mm, volitelné 80 mm

Modul kyseliny mravenéi nadoba 40 ml, ru¢né plnéna

Pouziti vodiku na dotaz

USB kamera na dotaz, umisténi v horni ¢asti komory, sledovani procesu
Rozméry 330 x 420 x 255 mm

Hmotnost 20 kg

Napajeni 1faze, 230 V, 50/60 Hz nebo 100-115 V nebo 200-208 V
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VLAJKOVA LOD

RSS-210-S

Aplikace
Pajeci systém RSS-210-S je " Péjent bez favidel

. , « Proces flip chip
velmi kompaktni a snadno

v . . vl « Procesy lepeni
pouzitelny nastroj pro pouziti

v laboratotich a ¢istych pro-
b¢ storach jako stolni jednotka.
* Komora je vakuové uzaviena
a vybavena prlizorem. To umoznuje kontrolu
procesu pajeni pohledem. Jednotka je stan-
dardné vybavena regulatorem hmotnostniho
pritoku procesniho plynu. Topna deska je
vyhfivana infratervenym ohiivatem a ma vyhiivanou plochu o rozmérech 210 x
210 mm. Je vyrobena z hliniku. Vynikajici rychlost chlazeni je zalozena na vodou
chlazené komote. Vyzaduje vodni chlazeni.

« Pajeni hrbolkl

« Zapouzdiovani

« Vyvoj prototypd

« Kontrola kvality
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Technické parametry
Specifikace RSS-210-S (v&etn& moznosti a piisluenstvi)

Maximalni velikost substratu 210 x 210 x 50 mm

Maximalni teplota az 400 °C, volitelné az 500 °C

Dlouhodoba teplota 400°C

Rychlost ohfevu (ramp up) az 180 K/min

Rychlost chlazeni (ramp down) az 120 K/min

Zpusob chlazeni substratu vodni chlazeni

Zpusob chlazeni komory vodni chlazeni

Vakuum az 10- hPa, infegrovany tlakovy snimac¢

Pratokomér hmotnostni pritokomeér pro dusik a dalsi inertni plyny
Typy plynt inertni plyny, jiné na dotaz

Ridici jednotka SIMATIC®, 7* dotykovy displej

Programovani cyklt az 50 uzivatelsky programovatelnych cykld, kazdy az 50 krokd
Material topné desky hlinik

Vyska komory 60 mm, volitelné 80 mm

Modul kyseliny mravenéi nadoba 40 ml, ru¢né plnéna

Pouziti vodiku na dotaz

USB kamera na dotaz, umisténi v horni ¢asti komory, sledovani procesu
Rozméry 430 x 295 x 290 mm

Hmotnost 23 kg

Napajeni 3 faze, 230 V, 50/60 Hz nebo 100-115 V nebo 200-208 V
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PRO NEJVETSi VZORKY

VSS-300

Aplikace
L., , . « Procesy pajeni pretavenim s tavidlem
Pajeci systém VSS-300 je

O, , . » Provoz s inertnim plynem, kyslikem,
VyﬂlkaJICIm nastrojem pro

o , L., L., formovacim plynem, kyselinou mravenci
ruzne druhy pajeni: pajeci

procesy az do priiméru plat-
k& 300 mm nebo

velikosti zpracovavaného
substratu 300 x 300 x 75 mm (konfigurace
LEH® vy8ka 120 mm). VSS-300 lze pouzivat se
standardnimi procesnimi plyny, jako je dusik,
kyslik ¢i formovaci plyn. Komora je utésnéna a
Ize ji snadno ¢istit. Systém je schopen dosahnout vakua az do 10 hPa (volitelné
az do 10°¢ hPa). VSS-300 dosahuje vynikajici teplotni homogenity. Do systému je
mozné piivest az 4 nezavislé rozvody plynd.

« Pretaveni olovem a bezolovnatym SMT

« Vypalovani rezistorove pasty

10
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VSS-300

Technické parametry
Specifikace VSS-300 (v&etné moznosti a piislusenstvi)

Maximalni velikost substratu pramér 300 mm nebo 300 x 300 mm

Maximalni teplota 450 °C (vyssi na dotaz)

Rychlost ohfevu (ramp up) 150 K/min

Rychlost chlazeni (ramp down) T =450 °C > 200 °C: 90 K/min, T = 200 °C > 100 °C: 60 K/min
Zpusob chlazeni substratu dusikem

Zpusob chlazeni komory externi systém vodniho chlazeni

Vakuum 103 hPa, volitelné 10-¢ hPa

Pratokomér Ix hmotnostni pritokomér na 5 nlm, volitelné az 3 dalsi
Ohtev spodni ohtev, infracervené lampy, 18 kW

Ridici jednotka SIMATIC®, 7* dotykovy displej

Programovani cyklt az 50 uzivatelsky programovatelnych cykld, kazdy az 50 krokd
Material komory hlinik (plocha 350 x 350 mm), v&etné kiemenného ramu
Vyska komory 75 mm, volitelné 120 mm

Rozméry 540 x 690 x 890 mm (S x H x V)

Hmotnost 120 kg

Napajeni 400/230 V, 18 kW

1
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TEPLOTA AZ 650 °C

RSO-210

Systém RSO-210 je vy-
nikajicim nastrojem pro
rlizné pajeci aplikace az do
velikosti substratu 210 x 210
mm nebo platku 8. Mnoho
aplikaci pajeni pretavenim
vyZaduje inertni prostredi (bez ptistupu kysliku)
v pretavovaci peci. Plyn pouzivany k oc¢isténi
komory od kysliku je obvykle dusik. Dusik v
peci nahrazuje kyslik a diky své inertni (nereak-
tivni) povaze poskytuje vétsi flexibilitu profilu.
Nékteré priklady aplikaci: vyzkum véeho dru-

www.datel.cz

Aplikace

« Procesy pajeni pretavenim bez tavidla
» Provoz s inertnim plynem, kyslikem,
vodikem, formovacim plynem, kyselinou
mravenci

« Pfetaveni olovénym a bezolovnatym
SMT materialem

« Vysokoteplotni hybridni pfetaveni kera-
miky/aluminy

« Technologie ,pin-in-paste®

« Polovodice

hu, napt. vyzklm novych proces(, prototypt, malosériova vyroba...
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Specifikace RSO-210 (v&etn& moznosti a prisluenstvi)

Maximalni velikost substratu

210 x 210 mm nebo platek 8*

Maximalni teplota

650°C

Rychlost ohfevu (ramp up)

az 10K/sek

Rychlost chlazeni (ramp down)

T= 650 °C > 400 °C: 200 K/min, T= 400 °C > 100 °C: 30 K/min

Zpusob chlazeni substratu

dusikem

Zpusob chlazeni komory

vodni chlazeni

Vakuum az 10 hPa
Pratokomér Ix hmotnostni priitokomér na 5 nim
Ohtev spodni ohteyv, infracervené lampy

Ridici jednotka

SIMATIC®, 7* dotykovy displej

Programovani cyklt

az 50 uzivatelsky programovatelnych cykld, kazdy az 50 krokd

Material komory

hlinik, volitelné ,quartz®

Vyska komory

40 mm

Rozméry 578 x 505 x 570 mm (S x H x V)
Hmotnost 55 kg
Napajeni 3x 400V, 3P, +N+PE, 1T kW or 3 x 208 V, 3P+PE, 10 kW

13
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TEPLOTA AZ 650 °C

RSO-300

Aplikace

« Procesy pajeni pretavenim bez tavidla

» Provoz s inertnim plynem, kyslikem,
JICIm nasTrOJem pro rlizné

pajeci aplikace az do velikosti
substratu 309 x 319 x 40
mm. Mnoho aplikaci pajeni
pfetavenim vyzaduje inertni
prostiedi (bez pfistupu kysliku) v pfetavovaci
peci. Plyn pouzivany k o¢isténi komory od
kysliku je obvykle dusik. Dusik v peci nahrazuje
kyslik a diky své inertni (nereaktivni) povaze
poskytuje vétsi flexibilitu profilu.

Nékteré priklady aplikaci: vyzkum véeho dru-
hu, napt. vyzklm novych proces(, prototypt, malosériova vyroba...

vodikem, formovacim plynem, kyselinou
mravenci

« Pfetaveni olovénym a bezolovnatym

SMT materialem

« Vysokoteplotni hybridni pfetaveni kera-
miky/aluminy

« Technologie ,pin-in-paste®

« Polovodice

14
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Technické parametry
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Specifikace RSO-300 (v&etné moznosti a piislusenstvi)

Maximalni velikost substratu

309 x 319 x 40 mm

Maximalni teplota

650°C

Rychlost ohfevu (ramp up)

az 10K/sek

Rychlost chlazeni (ramp down)

T= 650 °C > 400 °C: 200 K/min, T= 400 °C > 100 °C: 30 K/min

Zpusob chlazeni substratu

dusikem

Zpusob chlazeni komory

vodni chlazeni

Vakuum az 107° hPa, volitelné az 10 hPa (model RSO-300-HV)
Pratokomér Ix hmotnostni priitokomér na 5 nim
Ohtev spodni ohteyv, infracervené lampy

Ridici jednotka

SIMATIC®, 7* dotykovy displej

Programovani cyklt

az 50 uzivatelsky programovatelnych cykld, kazdy az 50 krokd

Material komory

hlinik, volitelné ,quartz®

Vyska komory

40 mm

Rozméry 505 x 505 (700) x 570 mm (S x H x V)
Hmotnost 55 kg
Napajeni 3x 400V, 3P, +N+PE, 1T kW or 3 x 208 V, 3P+PE, 10 kW

15
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PLATKY DO 100 MM (4%)

RTP-100

Aplikace

« Rlznorodé polovodi¢ové procesy

@g L5 -“ﬁ\@ Pec RTP-100 Ize poutzit pro « V§zkum prototyp(

A

: ‘:;\:.’w\ y nékolik rGiznych aplikaci, jako « Rychlé tepelné zihani
¥ :.:;"_" R ./ , N
S - je zihani kfemikovych a po . Slitiny SiAu, SiAl, SiMo
B, . ' lovodicovych desticek (RTA), . Kontrola kvalit
ERETRINR | hia fepelng oxidace (RTO )
@*’*’& .') rychia Tepe na oxiaace ( )’ « Zihani po implantaci

.~ "ty - £ L M .
ryChla Tepelna nitridace « Vypalovani médéné/rezistorové pasty

(RTN), rychla tepelna difuze spin-on dopantu, . Dalsi procesy na bazi konzultace

krystalizace, kontaktni legovani a dalsi. Kromé
standardnich procesnich plynd, jako je dusik,

kyslik, formovaci plyn, Ize systém (v zavislosti
na modelu) pouzit také s ¢istym vodikem (volitelné: RTP-H2 a Hood S). Komora

je utésnéna a lze ji snadno cistit. Kromé zakladniho hmotnostniho regulatoru pro
dusik je mozné zatizeni dodat az se 3 dalsimi volitelnymi plynovymi rozvodly.

16
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RTP-100

Technické parametry
Specifikace RTP-100 (v&etn& moznosti a pfisluenstvi)

Maximalni velikost substratu @100 mm (4%)

Maximalni teplota 1200 °C

Rychlost ohfevu (ramp up) az 150 K/sek, volitelng az 200 K/sek

Rychlost chlazeni (ramp down) T=1200 °C > 400 °C: 200 K/min, T= 400 °C > 100 °C: 30 K/min
Zpusob chlazeni substratu dusikem

Zpusob chlazeni komory vodni chlazeni

Vakuum az 107 hPa, volitelné az 10 hPa

Priitokomér x hmotnostni pritokomér na 5 nlm, volitelné az 3 dalsi rozvody
Ohrev spodni a horni ohfev, 18 IR lamp (20 kW)

Ridici jednotka SIMATIC®, 7* dotykovy displej

Programovani cyklt az 50 uzivatelsky programovatelnych cykld, kazdy az 50 krokd
Material komory hlinik, volitelné ,quartz®

Vyska komory 18 mm

Rozméry 504 x 505 (700) x 570 mm (S x H x V)

Hmotnost 55 kg

Napajeni 400/230 V, 20 kW

17
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PLATKY DO 150 MM (6*)

RTP-150

Aplikace

« Rlznorodé polovodi¢ové procesy

o -‘}"E\@ Pec RTP-150 Ize poufit pro « V§zkum prototyp(
Re . , .

i Aok % nékolik rlznych aplikaci, jako « Rychlé tepelné zihani
t.w:i“ - je zihani kfemikovych a po- « Slitiny SiAu, SiAL, Sio
gLt " a by sy
LS ' lovodi¢ovych desticek (RTA), + Kontrola kvality
=g RS - P ] . . . .
@ﬁ-}‘%@m rychla tepelna oxidace (RTO), « Zihani po implantaci

.~ A) "ty iRy . 7 . .

rychla Tepelna nitridace « Vypalovani médéné/rezistorové pasty

(RTN), rychla tepelna difuze spin-on dopantu, . Dalsi procesy na bazi konzultace

krystalizace, kontaktni legovani a dalsi. Kromé

standardnich procesnich plynd, jako je dusik,

kyslik, formovaci plyn, Ize systém (v zavislosti

na modelu) pouzit také s ¢istym vodikem (volitelné: RTP-H2 a Hood S). Komora
je utésnéna a lze ji snadno cistit. Kromé zakladniho hmotnostniho regulatoru pro
dusik je mozné zatizeni dodat az se 3 dalsimi volitelnymi plynovymi rozvodly.

18
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RTP-150

Technické parametry
Specifikace RTP-150 (v&etn& moznosti a pfisluenstvi)

Maximalni velikost substratu @150 mm (6%)

Maximalni teplota 1000 °C

Rychlost ohfevu (ramp up) az 75 K/sek, volitelng az 150 K/sek

Rychlost chlazeni (ramp down) T=1000 °C > 400 °C: 200 K/min, T= 400 °C > 100 °C: 30 K/min
Zpusob chlazeni substratu dusikem

Zpusob chlazeni komory vodni chlazeni

Vakuum az 107 hPa, volitelné az 10 hPa

Priitokomér x hmotnostni pritokomér na 5 nlm, volitelné az 3 dalsi rozvody
Ohrev spodni a horni ohtev, 24 IR lamp (21 kW)

Ridici jednotka SIMATIC®, 7* dotykovy displej

Programovani cyklt az 50 uzivatelsky programovatelnych cykld, kazdy az 50 krokd
Material komory hlinik, volitelné ,quartz®

Vyska komory 40 mm

Rozméry 505 x 525 x 570 mm (S x H x V)

Hmotnost 55 kg

Napajeni 400/230 V, 21 kW

19
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PLATKY DO 200 MM (8%)

RTP-200

Aplikace

« Rlznorodé polovodi¢ové procesy

® ‘i:.’ -‘1}"\@ P?E TZP:?OO :e F)|9KUZ|IT prE « Vyzkum prototypt
f.fé: :r‘,’w 1% hewo |, I’U%ﬂyC apll acl, Jako « Rychlé tepelné zihani
‘a‘, \~ Y ) Je Z'h?v”' klrem'kOV}’f:h a po- « Slitiny SiAu, SiAl, SiMo
:&;:lt‘ Lt ; lovodi¢ovych des.’rlcek (RTA), « Kontrola kvality
5;@&1) it rychlé ’repelné o*@lace (RTO), . Zihani po implantaci
rychla Tepelna nitridace « Vypalovani médéné/rezistorové pasty
(RTN), rychla tepelna difuze spin-on dopantu, . Dalsi procesy na bazi konzultace

krystalizace, kontaktni legovani a dalsi. Kromé

standardnich procesnich plynd, jako je dusik,

kyslik, formovaci plyn, Ize systém (v zavislosti

na modelu) pouzit také s ¢istym vodikem (volitelné: RTP-H2 a Hood S). Komora
je utésnéna a lze ji snadno cistit. Kromé zakladniho hmotnostniho regulatoru pro
dusik je mozné zatizeni dodat az se 3 dalsimi volitelnymi plynovymi rozvodly.

20
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RTP-200

Technické parametry
Specifikace RTP-200 (v&etné moznosti a piislusenstvi)

Maximalni velikost substratu @ 200 mm (8%)

Maximalni teplota 1000 °C (vyssi na vyzadani)

Rychlost ohfevu (ramp up) az 50 K/sek, volitelng az 100 K/sek

Rychlost chlazeni (ramp down) T=1000 °C > 400 °C: 200 K/min, T= 400 °C > 100 °C: 30 K/min
Zpusob chlazeni substratu dusikem

Zpusob chlazeni komory vodni chlazeni

Vakuum az 107 hPa, volitelné az 10 hPa

Priitokomér x hmotnostni pritokomér na 5 nlm, volitelné az 3 dalsi rozvody
Ohrev spodni a horni ohfev

Ridici jednotka SIMATIC®, 7* dotykovy displej

Programovani cyklt az 50 uzivatelsky programovatelnych cykld, kazdy az 50 krokd
Material komory hlinik, volitelné ,quartz®

Vyska komory 40 mm

Rozméry 505 x 525 x 570 mm (S x H x V)

Hmotnost 70 kg

Napajeni 3 x 400/230V, 21kW

21
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VZORKY AZ 300 MM

VPO-300

Aplikace

« Rlznorodé polovodi¢ové procesy

@Q"w@ Zatizeni pro rychlé tepelné « Vyzkum prototypt
RIS zihani RTA a rychlé tepelné
LTAATY, e y P « Rychlé tepelné zihani

. zpracovani RTP s lampovym . Slitiny SiAu, SiAl, SiMo
ohfevem pouzivaji lampovy
ohfev k rychlému nabéhu a

« Kontrola kvality

« Zihani po implantaci
ochlazeni polovodi¢ovych
desti¢ek. Tato zafizeni se proto pouzivaji hlavné
pro aplikace, kde je tfeba substrat uvést na
urcitou teplotu pouze na kratkou dobu. Vysoké
rychlosti nabéhu umoznuji kratkou celkovou
dobu procesu a udrzuji nizky tepelny rozpocet (to je celkova doba vystaveni des-
ticky vysoke teploté) desticky. Vzhledem ke konstrukci ohfivact se tyto nastroje
RTA a RTP pouzivaji predevsim pro zpracovani jednotlivych destic¢ek.

« Vypalovani médéné/rezistorové pasty

« Dalsi procesy na bazi konzultace




www.datel.cz

VPO-300

Technické parametry
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Specifikace VPO-300 (v&etn& moznosti a prisluenstvi)

Maximalni velikost substratu

@ 300 mm (12%)

Maximalni teplota

1000 °C po dobu 10 sekund (vyssi na vyzadani)

Rychlost ohfevu (ramp up)

40 K/sek

Rychlost chlazeni (ramp down)

T=1000 °C > 400 °C: 200 K/min, T = 400 °C > 100 °C: 30 /min

Zpusob chlazeni substratu

dusikem

Zpusob chlazeni komory

externi systém vodniho chlazeni

Vakuum az 107 hPa, volitelné az 10 hPa
Priitokomér x hmotnostni pritokomér na 5 nlm, volitelné az 3 dalsi rozvody
Ohtev spodni a horni ohfev (2x IR lampy, 18 kW)

Ridici jednotka

SIMATIC®, 7* dotykovy displej

Programovani cyklt

az 50 uzivatelsky programovatelnych cykld, kazdy az 50 krokd

Material komory

hlinik, volitelné ,quartz®

Vyska komory

50 mm (volitelné 120 mm)

Rozméry 540 x 690 x 890 mm (S x H x V)
Hmotnost 140 kg
Napajeni 2 x 400/230 V, 18 kW
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